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开启嵌入式智能视觉应用新时代

全球新冠疫情肆虐以及对提高安全性和效率的需求正促使各行业企业在其系统中集成

智能嵌入式视觉技术，以支持人员侦测、非接触式人机交互和更强大的 AR/VR 功能，

同时使用智能机器视觉技术来提高制造水平和产量。Allied Market Research 的数据

显示，2019 年全球机器视觉系统市场规模为 297 亿美元，到 2027 年预计将达到 749

亿美元，2020 年到 2027 年的复合年增长率约为 11.3％。

作为Lattice低功耗嵌入式视觉系统解决方案集合，mVision使用了模块化硬件平台、

IP构建模块、易于使用的FPGA设计工具、参考设计和演示以及定制设计服务网络，提

供定制化的性能和灵活的接口互连(MIPI CSI-2、LVDS、PCIe、GigE)，并专为智能工

厂、机器视觉、智慧城市和智能家居应用中的低功耗(150mW-1W)、小尺寸封装(2.5 

x2.5mm-10x10mm)设计进行了优化，能应对传感器互连、桥接、聚合和图像信号处

理等各类设计挑战。

牛刀小试

2020年3月，mVision 1.0解决方案面世，为需要快速构建原型系统的消费类嵌入式视

觉设计人员提供了高度灵活、小型模块化的解决方案。其核心特点包括：

 视频接口平台(VIP)—模块化硬件开发板，支持嵌入式视觉应用中常用的各种视频

和I/O接口(包括MIPI、LVDS、DisplayPort、HDMI、USB等)。VIP开发板支持

包括CrossLink™、ECP5™和基于莱迪思Nexus技术平台的CrossLink-NX 

FPGA。VIP通过简单的插拔即可轻松地实现输入和输出板互连，两个60引脚的高

速板对板连接器用以减少物理连线，确保设计工程师可以复用现有经过验证的软

硬件构建模块。

 完善的IP库—mVision解决方案集合包括各类即时可用的IP核，可用于连接MIPI



和LVDS图像传感器、ISP、通用连接标准(例如USB、千兆以太网)和

HDMI、DisplayPort、GigE Vision等显示标准。

 FPGA设计工具—可使用Lattice Diamond®和Lattice Radiant®这两款易于使用

的FPGA设计工具。这些工具可以自动处理许多常见的设计任务，从而加速和简

化莱迪思FPGA的编程。

 端到端的参考设计—为进一步加速系统开发，莱迪思mVision为常见的嵌入式视

觉应用提供了完整的参考设计，包括传感器桥接、传感器聚合和图像处理。

 定制化设计服务—针对需要协助将其嵌入式视觉系统推向市场的客户，莱迪思建

立了设计服务合作伙伴网络，可以满足从开发单独的功能设计模块到提供一站式

交钥匙解决方案等一系列客户需求。

mVision 2.0：从消费级到工业级

一年后的 2021 年 3 月，在 mVision 1.0 版本的基础上，Lattice 推出了 mVision 

2.0。该方案新增了一些重要更新，包括对工业和汽车系统中使用的主流新型图像传感

器的支持，以及全新图像信号处理 IP 核和参考设计，帮助开发人员设计网络边缘智能

视觉应用。该解决方案集合现还支持 Lattice Propel 设计环境，可简化使用嵌入式

RISC-V 处理器的视觉系统的开发。

此外，mVision 2.0 ISP Pieces Library(Drop 1.0)还具备完整的 ISP 管道功能，支持

高达 150MHz 的像素时钟(720p120/1080p60 等)和高达 96dB(16 位)的场景动态范



围，提供定制 ISP 解决方案的灵活互连，用以平衡性能和成本。调试工具包则具备外

部 DDR 存储器实时图像捕获功能，支持 Lattice SSP 注册访问工具包，能够针对特定

环境进行调整。

mVision 2.0 解决方案集合的主要更新包括：

 扩展了对汽车、工业和医疗领域嵌入式视觉应用的支持

与消费级嵌入式视觉方案不同，应用于工业、汽车和医疗领域的嵌入式视觉方案既要

求低功耗、小尺寸，还对帧率准确度要求极为严苛，不允许丢帧现象发生。因此，莱

迪思在 mVision 2.0 增加了全新的开发板，除了原有的 CrossLink、CrossLink-

NX、ECP5 之外，还包括支持工业和医疗应用的主流图像传感器 Sony 

IMX464/IMX568 和安森美半导体的 AR0234CS，开发人员可通过 I2C、SPI 或其他

接口对摄像机传感器进行配置和操作。



 支持莱迪思 Propel 设计环境与 RISC-V 架构

Propel 是一款用于在低功耗、小尺寸莱迪思 FPGA 上加速基于嵌入式处理器开发的设

计环境。该工具包括一套完整的图形和命令行工具，可创建、分析、编译和调试基于

FPGA 的处理器系统的硬件和软件设计。

而之所以新增对 RISC-V 架构的支持，其主要目的，一是希望通过使用 C 代码而非

RTL 语言的方式简便整个方案的配置；二是 RISC-V 作为开源方案，得到了大多数用

户的支持。未来，Lattice 将计划在其他器件上逐步提供 RISC-V 软核支持。

 全新莱迪思图像信号处理器(ISP)参考设计



以往的传感器产品都自带 ISP 驱动，但随着传感器复杂度的增加、分辨率的提升，传

感器厂商很难调动一款受众面很广的驱动，因此往往不再提供 ISP 驱动，多数只提供

传感或者原始数据，这部分工作就被渐渐转移给了方案开发者。Lattice 此次增加了专

门的 ISP，为客户拓展了 mVision 解决方案的选择，可以帮助用户在产品设计中快速

部署嵌入式视觉等应用提供便利。

 新增图像信号处理与桥接聚合 IP

mVision 2.0 所包含的 IP 核主要分为四类：显示处理、图像信号处理、桥接和聚合、

互连。其中，图像信号处理、桥接和聚合 IP 为新增项目，用户可以直接引入这些模块，

减少从零开发的流程投入。同时，所有这些可用的 IP 模块都支持 CrossLink-NX。



应用案例

从 M2M 应用中的工业显示系统、工业 4.0 解决方案，到高级驾驶辅助系统(ADAS)和

车载信息娱乐系统，再到数码单反相机、无人机、机器人、虚拟现实(VR)系统和医疗

设备，在当今所有行业中摄像头应用的数量都在不断增长，目标识别、深度感知、碰

撞规避和决策制定等更加智能的应用也正在变为现实。

为了构建灵活、智能学习的环境，将理想变为现实，莱迪思携手

Softnautlcs、LogicFruit、Bitec、TATA、Helion 等合作伙伴开发出了数十种灵活的

解决方案以满足当今嵌入式视觉设计工程师的需求，如不断变化的接口、低功耗图像

信号处理和硬件加速。

 使用 Helion IONOS ISP 加速产品上市进程

莱迪思与 Helion Vision 合作提供全面的解决方案，包括一系列图像信号处理产品系

列，从基本的(ECO HD-ISP)到支持高级高动态范围图像处理(HDR HD-ISP)的产品。

其中，Helion Vision 的 IONOS IP 系列通过 IP 库提供 100 多款独立 IP，实现即插即

用的处理解决方案，并在此前专为 ECP3™和 ECP5™架构进行了优化的基础上，新增

对 CrossLink-NX 的支持，可显着减少所需的 FPGA 资源和延迟。

 基于流水线架构的 mVision ISP 参考设计

下图展示的是一个基于流水线架构的完整的莱迪思 mVision ISP 参考设计，支持 Sony 

IMX464/IMX568 和安森美半导体的 AR0234CS 图像传感器，2020 年 11 月交付早期

客户使用。最早使用的硬件平台为 ECP5，预计将于 2021 年第一季度内支持

CrossLink。根据规划，Lattice 最初的 ISP 参考设计将专注于工业、医疗和汽车应用，

莱迪思会提供包含非常适合医疗、工业、航空航天、汽车和消费者应用的流行传感器

在内的多种 EVDK 模块。



 Sony IMX464 VIP 传感器输入板

全新 Sony IMX464 VIP 传感器输入板包括 Sony 1/1.8" 4MP MIPI NIR 增强型卷帘快

门传感器模块，以及连接 EVDK 的适配器数据线。与嵌入式视觉开发套件(EVDK)无缝

连接，支持 2688(H) x 1520(V)分辨率、4 M 像素、最高 90 FPS、HDR 等性能指标，

适用于监控、工厂自动化、工业摄像头应用。

左图：未经 ISP 处理的图片；右图：经过 ISP 处理后的 RGB 图像

嵌入式视觉系统设计工程师面临着许多挑战，图像信号处理问题只是其中一项，上述

案例也只是众多应用中的代表。图像传感器形式和尺寸各异，并且在像素粒度、信噪

比、光敏度和色深方面的性能等级也不同。此外，照明和物体的色彩对比度等环境因

素进一步让系统设计变得更加复杂。这些情况往往会对系统设计工程师带来严重的问



题，因为他们要实时地进行图像预处理。要解决产品设计周期延长和风险上升的问题，

莱迪思在图像处理领域具备的专业经验将能够很好的帮助他们应对上述挑战。


